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关于抗硫化试验可靠性设计与试验标准 

 
注意事项：本文书可能不经预告发生变更。 详情请咨询销售。 

 

 

§0．摘要 
 

在电阻家族中,厚膜貼片電阻是應用最廣及數量最多的一種电阻,厚膜電阻的电極均是由銀膏或低含鈀量銀

膏製作燒結而成的,在一些火山爆發區,農場,通訊基站,化工廠,橡膠廠,停車場等,由於 SO2,H2S 等硫化氣體的濃

度相對較高,电阻在使用一段時間後,由於硫化會造成失效,因此了解電阻的失效機理,建立抗硫化的可靠性測試

方法及試驗標準,是提升抗硫化的能力的必要保証.�

§1．抗硫化電阻的種類及應用 
 

抗硫化電阻因電子產品的應用場所及電子產品本身的價值不同,因此會有不同的电阻產品來應對不同的應

用.目前市面上的厚膜抗硫化產品有分為 3 類.第一類:是金电極產品,這類產品是完全抗硫化的產品;第二類:是高

含鈀量銀膏製做的电阻,這類電阻的含鈀量通常在 20%~30%左右;第三類:是通過材料的匹配及結構保護達到

抗硫化的目的.�

前兩類產品抗硫化性能穩定,但成本很高;第三類產品的特徵是成本低,產品因材料選擇及製程工藝而有所差

異,因此客戶在選擇抗硫化電阻產品時,也需識別供應商目前的客戶群與銷售量,同時確認抗硫化的測試條件.抗

硫化產品的種類、特點與應用具體如下表:�

序號� 種類� 特點� 應用說明�

1� 金电極� 完全抗硫化,成本很高;� 應用於航天,航空及軍事工業�

2� 高含鈀量�
含鈀量 20%~30%,具有較高

的抗硫化性能,成本很高;�

應用於軍工,特種勘探設備,汽車引擎,ABS,油箱油

量檢測等控制單元;�

3� 結構保護型�
通過結構保護及材料匹配來達

到抗硫化性能;�

通訊基站,空調,汽車周邊,醫療器械,化工廠,農場設

備,工控設備等.�

 

§2．電阻抗硫化測試方法的可靠性設計 
電阻抗硫化不是一個新的問題,但抗硫化被普遍認同還是在近 10 年內,被電子產品製造及生產商所普遍認

知的,目前电阻行業中,針對抗硫化測試主要有兩種流派,一種是以歐美為代表的电阻生產商,採用的是 ASTM-

B809 的硫化試驗方法,另一種是以日系為代表的电阻生產商,使用的油域試驗.期試驗方法是在金加工油中+3.5%

硫粉,將电阻浸入金加工油中,然後將电阻放置在 105℃的環境中進行 500H 的放置.�

上面兩種試驗方法是市場較為認同及接收的方法,但從電阻的結構,應用及試驗的可靠度設計角度來講,直接

採用上面的試驗條件來對電阻進行抗硫化測試還存在一定的缺陷,這主要是由於电阻是由不同的材料所構成的,

各材料之間的結合在不同的環境應力下可能會產生缺陷,因此,在進行可靠性設計時,需要從電阻的安裝及應用環

節來考量电阻有可能承受的最大環境應力.在抗硫化試驗測試前應進行安裝及應用中最大環境應力的預置試驗,

這樣更能確保產品的品質及減少產品失效的可能性.厚聲的抗硫化預置試驗是,對測試電阻先進行 3 次回流焊焊

接,然後再進行-55℃�30min 與 155℃�30min� 100Cycle 的冷熱衝擊.前者應對的是安裝中可能存在的缺陷,

後者是針對應用環節中电阻存在的最大環境應力.�
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§3．厚聲電阻抗硫化測試方法 
 
                    針對行業中流行的兩種抗硫化測試方法,厚聲都可以進行測試,其測試方法具體如下:�
�

A. 油浴室驗方法:此方法主要針對 NS 及 NQ 產品.�
�

序號� 試驗步驟� 圖����片� 試驗要求�

1�
PCB 板的要

求�

1.PCB 板要選擇化金或鍍鎳的 PCB 板;�

2.電阻焊接要採用回流焊焊接,且銲錫高度應不超過

C1 面為好.�

2� 回流焊�

�

1.回流焊爐按標準進行溫度及速度的設定;�

2.試驗 PCB 板需經過 3 次回流焊�

3� 冷熱衝擊�

冷熱衝擊:100�Cycle�

步 驟 1:-55 ℃ ± 3 ℃ � 30min; 步 驟 2: 室 溫

10min~15min;步驟 3:155℃±2℃�30min�

步驟;4:室溫 10min~15min�

4� 油浴試驗�

1.在金加工油中加入 3.5%的升華硫,並攪拌;�

2.將完成預置是驗的 PCB 板浸入金加工油中.�

3. 將 燒 杯 放 入 烤 箱 並 加 熱 到 105 ℃ , 並 持 續 加 熱

500H.�

5.判定標準:≤±5%;�

�

�

�

�
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B. B.ASTM-B809:此測試主要針對 HQ 及 CQ 產品.�
 

序號� 試驗步驟� 圖����片� 試驗要求�

1�
PCB 板的要

求�

1.PCB 板要選擇化金或鍍鎳的 PCB 板;�

2.電阻焊接要採用回流焊焊接,且銲錫高度應不超過

C1 面高度.�

2� 回流焊�

�

1.回流焊爐按標準進行溫度及速度的設定;�

2.試驗 PCB 板需經過 3 次回流焊�

3� 冷熱衝擊�

冷熱衝擊:100�Cycle�

步 驟 1:-55 ℃ ± 3 ℃ � 30min; 步 驟 2: 室 溫

10min~15min;步驟 3:155℃±2℃�30min�

步驟;4:室溫 10min~15min�

4�
ASTM�-

B809�

�

1. 在 乾 燥 器 底 部 加 200g 水 和 200g 硝 酸 鉀 ;��

2.將撒滿硫粉的托盘放到乾燥器隔板上;�

3.將完成前置式驗的 PCB 板掛到硫粉的上方;�

4.將乾燥器蓋子蓋上後放到 60℃烤箱內,其內�

��部溫濕度條件為 60℃�85%RH±4%RH;�

5.測試 1000H 後取出測試阻值;�

6.判定標準:≤±1%.�

�

�

�

�

�


